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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN 16602-70-28:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/CLC/TC 5 „Raumfahrt“ 
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-10-01 AA „Interoperabilität von 
Informations-, Kommunikations- und Navigationssystemen“ im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt 
(NL). 

Dieses Dokument (EN 16602-70-28:2014) basiert auf ECSS-Q-ST-70-28C. 

Dieses Dokument enthält unter Berücksichtigung des DIN-Präsidialbeschlusses 1/2004 nur die englische 
Originalfassung von EN 16602-70-28:2014. 

Dieses Dokument wurde speziell zur Behandlung von Raumfahrtsystemen erarbeitet und hat daher Vorrang 
vor jeglicher Europäischer Norm, da es denselben Anwendungsbereich hat, jedoch über einen größeren 
Geltungsbereich (z. B. Luft- und Raumfahrt) verfügt. 
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Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Begriffe und Abkürzungen 

3 Begriffe und Abkürzungen 

3.1 Begriffe aus anderen Normen 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach ECSS-S-ST-00-01. 

3.2 Für diese Norm spezifische Begriffe 

3.2.1 
Modifikation 
Prozess des Modifizierens eines elektronischen Schaltkreises durch Hinzufügen oder Entfernen elektrischer 
Teile oder der Verdrahtung 

3.2.2 
Reparatur 
Änderung an einem Bauelement mit allen zugehörigen Anschlüssen, einschließlich des Wiederbefestigens 
abgehobener Lötaugen oder Leiterbahnen oder jeglicher vergleichbarer Verfahren nach dieser Norm 

ANMERKUNG 1 Eine Änderung der Bauelemente zum Zwecke der Abstimmung, d. h. Auftrennen der Lötverbindungen 
und Ändern der Bauelementwerte, gilt nicht als Reparatur, Nacharbeit oder Modifikation. 

ANMERKUNG 2 Bei der Abstimmung werden Lötverbindungen mit der geringstmöglichen Menge an Lot erreicht, 
gerade ausreichend, um den Kontakt sicherzustellen. 

3.2.3 
Nacharbeit 
Prozess des Nacharbeitens einer fehlerhaften Lötverbindung (ohne Änderung der Bauelemente) als Folge 
des Reparatur- oder Modifikationsprozesses oder zum Zwecke der Wiederherstellung der Ausführungsgüte 
von potentiell fehlerhaften Lötverbindungen 

3.3 Abkürzungen 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Abkürzungen in ECSS-S-ST-00-01 und die folgenden 
Abkürzungen: 

Abkürzung Bedeutung 

  PCB Leiterplatte (en: printed circuit board) 

  PTFE Polytetrafluorethylen (en: Polytetrafluoroethylene) 

  PTH Durchkontaktierung/metallisiertes Loch (en: plated-through hole) 

  DIL  mit zwei Kontaktreihen/zweireihig (en: dual-in-line) 
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2 
Normative references 
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3 
Terms, definitions and abbreviated terms 

3.1 Terms from other standards 

3.2 Terms specific to the present standard 

3.2.1 modification 

3.2.2 repair 

3.2.3 rework 
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3.3 Abbreviated terms 

Abbreviation Meaning 

PCB 

PTFE 

PTH 

DIL 
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4 
Requirements 

4.1 Basic requirements 

4.1.1 Hazard, health and safety precautions 

 

4.1.2 Materials 

 

 

4.1.3 Facilities 

 

4.1.4 General 
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4.2 Repairs 

4.2.1 Repair criteria 

 

4.2.2 Number of repairs 

 

 

 
2

 
2

4.3 Modifications 

4.3.1 Modification criteria 
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4.3.2 Number of modifications 

 
2

4.4 Rework 

4.4.1 Rework criteria 

 

4.4.2 Number of reworks 

 

4.5 Other requirements 
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4.6 Removal of conformal coating 

4.6.1 Requirements 

 

 

 

 

 

 

4.6.2 Procedure 

 

 

4.6.3 Acceptance criteria 
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4.7 Solder joint removal and unclinching 

4.7.1 Procedure 

 

 

 

4.7.2 Acceptance criteria 

 

 

 

 

 

 

 

4.8 Repair of damaged gold-plated areas 

4.8.1 Requirements 

 

 

 

4.8.2 Procedure 
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4.8.3 Acceptance criteria 

4.8.3.1 Removal of solder splatter on gold plating  

 

 

4.8.3.2 Repair of insufficient or scratched gold plating  

 

 

4.9 Repair of damaged conductor tracks 

4.9.1 Requirements 

 

4.9.2 Procedure 

  

 

Table 4-1: Wire diameters for given conductor widths 

Conductor width (mm) 

Wire diameter (mm) 

minimum AWG 
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4.9.3 Acceptance criteria 

 

 

4.10 Repair of lifted conductors 

4.10.1 Requirements 

 

 

4.10.2 Procedure 

 

 

4.10.3 Acceptance criteria 
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